
次世代チップレット向けサブミクロン有機RDLインターポーザーの設計・製造技術開発

実施者

概要

TOPPAN株式会社

ポスト５Ｇ情報通信システムが目指すAIの世界的普及には、劇的なデータ処理・通信量の拡大が求めら
れるとともに、それに伴う消費電力増大も懸念されている。 この両者の課題解決に寄与する次世代チップ
レット構造の実現に向け、本事業では510×515mmパネル型の有機材料に対し、前工程に由来する
ダマシンCMP工法適用によるサブミクロン配線製造技術を確立し、大容量伝送（大型化・微細配線）と
低消費電力化を両立する有機RDLインターポーザーを開発する。

ポスト５Ｇ情報通信システム基盤強化研究開発事業／先端半導体製造技術の開発（助成）

・サブミクロン有機RDLインターポーザーの設計、
プロセス・材料、検査、実装等周辺技術の開発
・510mm×515mmの大型パネルを適用した、サブミクロン
有機RDLインターポーザーのパイロットラインによる製造検証

共同研究先
公立大学法人大阪 大阪公立大学、国立大学法人東京科学大学、
公立大学法人富山県立大学、国立大学法人信州大学、
国立研究開発法人産業技術総合研究所
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■本事業における6つの開発領域 ■開発内容

世界初の取り組みとして、500ｍｍ角以上のパネルフォーマットにてダマシンCMP
工法を適用したLine/Space=0.5/0.5µmの大型インターポーザーの社会実装を目指す

FC-BGA基板

300mmΦ

既存のウェハチップレットは大型化で取れ数大幅減
⇒大型パネル基材適用で生産性確保

基板
大型化

さらに、ダマシン工法、
革新的低誘電材料等
を開発し、シリコンに
並ぶサブミクロン
微細配線形成を
実現する

従来構造

将来構造
（I/O、HBM搭載数増で大型化）

FC-BGA基板

有機RDLインターポーザー
シリコンインターポーザー
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